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從2009年下半開始，世界各國已走出金融海嘯的嚴重衝擊，但

電子產  業的供應鏈卻受仍受到影響，電子材料產業也逐漸走出陰

霾，大部分的電  子材料次產業皆有不錯的表現。電子材料產業仍

舊充滿成長的希望，仍有  新材料、新技術、新應用的誕生，引發

新的材料需求，甚至造成材料的短  缺與價格的上漲，例如導光板

的PMMA材料、PCB用的玻纖布等等。  
 

預估 2010年電子材料產業景氣復甦，整體市場有近一成的成

長，部分  材料甚至超過三成；而面對未來挑戰，國際大廠不分

美、日、韓均積極推  出新產品，或跨入新領域。國內電子材料廠

商仍須思考如何保持台灣優質  製造的優勢，而非一味地追逐現在熱

門的材料，必須通盤考量長遠的發展， 以提升國際行銷及通路拓展

的能力，同時得面對中國大陸在將「新材料」  列為「新興戰略產

業」之後，未來五年的高度競爭與挑戰。  
 

工研院產業經濟與趨勢研究中心承接經濟部技術處「產業技術

知識服  務 (ITIS)計畫」，自2003年起編撰「電子材料產業年鑑」，完整

記錄台灣以及  全球電子材料產業的發展軌跡，陪同台灣電子材料

上下游廠商業者共同見 證產業的興起。「2010電子材料產業年鑑」

由本中心研究同仁執筆完成，  希冀本年鑑之出版，能提供產、

官、學、研各單位完整而有價值之資訊，  化工廠商跨入電子領

域，共創高值化的產業。  
 
 

工業技術研究院 產業
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第一章 總體經濟指標 
 
 

 

一、全球經濟成長率 

  

 
 

單位：% 

 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f) 
全球 3.0 -0.6 4.2 4.3 4.5 
先進經濟體 0.5 -3.2 2.3 2.4 2.4 

美國 0.4 -2.4 3.1 2.6 2.4 
日本 -1.2 -5.2 1.9 2.0 2.0 
歐元地區 0.6 -4.1 1.0 1.5 1.8 

德國 1.2 -5.0 1.2 1.7 2.0 
法國 0.3 -2.2 1.5 1.8 2.0 
義大利 -1.3 -5.0 0.8 1.2 1.5 

英國 0.5 -4.9 1.3 2.5 2.9 
加拿大 0.4 -2.6 3.1 3.2 3.0 
其他 1.7 -1.1 3.7 3.9 3.8 

亞洲新興工業化經濟體 1.8 -0.9 5.2 4.9 4.4 
新興和發展中經濟體 6.1 2.4 6.3 6.5 6.6 

亞洲發展中國家 7.9 6.6 8.7 8.7 8.6 
東協五國 4.7 1.7 5.4 5.6 5.8 
中國大陸 9.6 8.7 10.0 9.9 9.8 
韓國 2.3 0.2 4.5 5.0 4.1 
印度 7.3 5.7 8.8 8.4 8.0 

中東和北非 5.1 2.4 4.5 4.8 4.8 
西半球 4.3 -1.8 4.0 4.0 4.3 
中東歐 3.0 -3.7 2.8 3.4 4.0 
俄羅斯 5.6 -7.9 4.0 3.3 3.7 

 
資料來源： IMF(2010/04)；工研院 IEK(2010/05)
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第二章 我國產業發展趨勢  

第三章 下游應用產業發展趨勢 

第四章 重大議題影響分析與發展趨勢 
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第一章 全球產業發展趨勢 
 
 

 

一、市場成長預測 
 

 
產業別 2009(百萬美元 ) 2010(f)(百萬美元 ) 2010(f) / 2009(%) 

電子材料總體產業 76,948 84,192 9.4% 
半導體材料 17,854 21,020 17.7% 
構裝材料 15,774 17,626 11.7% 
印刷電路板材料 10,125 11,231 10.9% 
液晶顯示器材料 9,760 10,280 5.3% 

 
能源材料 

鋰電池材料 2,937 4,112 40% 
太陽電池材料 20,498 19,923 -2.8% 

資料來源：工研院 IEK(2010/04) 
 

 
 

二、未來市場規模發展 
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第二章 構裝產業 
 
 
 

第一節 全球構裝產業發展現況與趨勢 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 3-2-1 2008~2012 年全球構裝產業規模趨勢分析 
 
 

 
說明： 

 
 2009 年全球構裝產業產值預估為 289 億美元，較 2008 年 328 億

美元衰退了 11.9%。主要原因為受到全球金融海嘯的影響，終端

消費市場對於  電子產品的需求緊縮，產業於 2009 年第一季達到

景氣谷底，爾後在各國政府刺激經濟方案的提振下，再加上中國

市場的需求帶動，產業自第二季開始復甦，然而全年度仍呈現衰

退現象。 

 

 構裝產業相對於半導體前段製程需要較多的勞力，由於中國擁

有較低的成本、廉價的勞動力，以及優惠的投資政策，因此國

際半導體封裝廠商紛紛將其封裝產能轉移至中國，帶動了中國

半導體封裝產業規模的迅速擴大。在全球半導體市場需求逐漸轉

向亞太區域的趨勢下(其中又以中國市場為主要焦點市場 )，未來

全球構裝產業將以中國為佈局重點。  

 



   

  

 

 
 
 

第三章 印刷電路板產業 
 
 
 

第一節 全球印刷電路板產業發展現況與趨勢 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 3-3-1 2008~2010 年全球印書電路板產業規模趨勢分析 
 
 

 
說明： 

 

 受到金融風暴的影響，以致於全球平價產品當道，印刷電路板產業受影 

響，2009 年全球產值達到 346.5 億美元，相較於 2008 年衰退 15.6%，

是 近幾年來的最低點。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 在各產品項目中，2009 年以載板衰退近三成為最多，主要的原因

在於雖然 2009 年  Netbook 熱銷，加上 Intel 於第二季推出的 CULV 平

台，此兩項產品對於 DT 與中高階 NB 產生排擠效果，造成 DT 與中

高階  NB 銷售量 大幅下滑，而 Netbook 與 CULV NB 所使用的載板無

論在規格及單價上，均不及 DT 以及中高階 NB 所使用的載板。至

於手機用載板隨著功能增加逐漸轉進 FC CSP，其所用載板面積及層

數無法抵消 CPU 所使用載板衰退的影響。因此即使有 Netbook、

CULV NB 及 Smart Phone 的挹注，仍無法抵消 PC 市場質與量的下滑對

載板產業所造成的衝擊。  
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第四章 液晶顯示器產業 
 
 

第一節 全球液晶顯示器產業發展現況與趨勢 
 
 

一、全球 TFT LCD 產業規模 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 3-4-1 2008~2012 年全球 TFT LCD 市場規模趨勢分析 
 
 

 
說明： 

 
 2009 年全球 TFT LCD產值預估 789億美元，與2008年的 919 億

美元相比較，衰退了  14.1%。持續衰退的主因仍是承襲  2008 年

自美國華爾街所引發的金融海嘯，後續因不景氣所引發的各類心

裡因素也讓 2009 第一季的消費性電子需求跌至谷底，終端拉貨

意願低落，也讓面板的需求一蹶不振，使得面板報價始終在低檔

徘徊。  
 

 

 2009 年全球中小型TFT LCD 市場因規模達180億美元，較 2008 

年的  203億美元衰退  11.3%。2009 年有一些新興應用產品正快速

茁壯，尤其以低價筆電(Netbook)的快速成長最受矚目，在經濟景

氣不振的 2009 年帶動了全球中小 TFT LCD 的成長，這些產品

用的都是 7~10.4 吋間的中尺寸  



   

  

 

 
 
 

第五章 能源產業 
 
 
 

第一節 全球鋰電池產業發展現況與趨勢 
 
 

一、全球鋰電池產業規模 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 3-5-1 2008~2012 年全球鋰電池市場規模趨勢分析 
 
 

 
說明： 

 
 2009 年鋰電池市場則是受惠於可攜式電子產品的成長所帶動，

包括手  機、NB 等產品的成長所帶動，市場需求達  111.6 億美

元。此外  2008 年由於國際金屬價格的漲幅己減緩且更為穩定，

所以整體電池的價格波動也相對較為平穩。  
 

 展望 2009 年雖然全球經濟陷入低點，使二次電池的成長減緩，未

來鋰電 池仍然可以因為有手機以及 NB 的出貨量成長的影響下持

續成長繼續擴增其在 3C 領域的市場位有率。  
 
 
 

  未來鋰電池也可以藉由切入運輸工具市場而大幅度成長。鎳鎘及鎳

氫電池雖然有價格優勢，可是在環保以及電池效能中必會逐漸被鋰

電池所取  
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第一章 金價高漲之下，    銅線封裝成長快速 
 
 
 

一、事件敘述 
 
 

 金價自  2007 年從每盎司  650 美元一路攀升，在  2009 年  9 

月突破千元大  關，甚至在  11 月飆漲至  1,100 美元，在金價高

漲的情況下，下游封裝廠商的成本大幅增加，亦刺激帶動了其他

替代線材之發展。 

 

 銅線使用於封裝線材之技術起源於 1980 年代，銅在成本上有相

當的優勢，且具有高導電性與導熱性、較低的介金屬化合物  

(InterMetallic Compound,  IMC)產生速率、在高溫下較佳的可靠

度…等優點，然而由於銅的硬度較高，應用在  IC 封裝時，由於

電路複雜、接腳密細，造成打線的難度增加，再加上載板在打線

的過程中較易破裂等問題，導致  IC 業者 多抱持觀望態度。然而

在近幾年的發展下，銅線使用於打線技術的技術難題已逐漸克服

與改善，在金價高漲的推波助瀾下，下游封裝廠商加速進行銅打

線的研發、認證與導入，目前已大量應用於高功率元件與分散式

元件。  
 

 2008 年銅線使用於封裝線材的比例僅約3%，在 2009 年起下游封

裝廠商大量轉進銅製程的帶動下，2010年將可達到約10%的占有

率，預估在2012年可達到15.7%。  
 

 
 
 

二、影響分析 
 
 

 銅線製程的快速成長，銅線材料供應商將直接受惠，而目前銅線

供應商仍以原先提供金線的廠商為主，前四大供應商包含了德國

的 W.C. Heraeus、中國的寧波康強(Ningbo Kangqiang)、韓國的 

MK Electron 以及日本的田中金屬(Tanaka)，其他如日鐵微金屬

(Nippon Micrometal)、Heesung、 

   

 
 
 
 



  

  

 

 
 

第二章 論LED 取代冷陰極螢光燈管CCFL 
 
 

 

一、事件敘述 
 
 

 對冷陰極螢光燈管(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL)廠商而

言，除了面對全球金融海嘯和產業不景氣因素之外，綠色潮流與

國際環保法規訴求(例：RoHS 對  CCFL 中含汞的管制)、產業整

體營收下滑、廠商獲利空間縮減、LED 等替代產品的滲透、市

場規模成長下降和市場供過於求等，都是經營企業上面臨的問題

與挑戰。  
 

 而 LED 取代 CCFL 由 NB 開始，2010 年幾乎所有的 NB 都開

始改用 LED做為光源；而在電視方面，原本日韓廠商皆先導入在直

下式背光模組中，主要原因在於原本利用 RGB  三色 LED 設計成

區域發光模式 (Local Dimming)，提供高對比度、高色彩飽和度之面

板，但是使用的 LED 的數量達千顆以上，使得生產成本過高，只

能定位在高階旗艦機種的電視。  
 

 而後韓國面板廠紛紛改採側光式白光  LED 的背光模組，不僅

可強調  LED 的環保省電訴求，更可製作最薄處到  10mm以下厚

度的薄型電視，且背光模組的成本僅較CCFL型式提高三成，電

視廠商紛紛推出側光式 LED 背光模組的液晶電視。  
 

 預期使用 LED 做為光源的液晶電視中將有八成使用側光式的 

LED 背光模組，直下式僅會有兩成，未來這個比例還會再降低。  
 
 

 

二、影響分析 
 

 
 
 
 

 對於 LED 取代CCFL導入背光模組，對材料直接獲利的會是  LED 

的相關材料，包含LED上游的基板、封裝材料、散熱模組材料將會

受惠。  
 

 LED 光源為側光型式主要目的在於節省 LED 使用的數量，由擴

散板改為 
  
 

 



  

  

 
 

 

第三章 鋰電池熱潮引發鋰礦短缺疑慮 
 
 
 

一、事件敘述 
 
 

 鋰金屬為最輕的鹼土族金屬，具有密度低與物性活潑的元素特

質，因此衍生出眾多合金、催化劑、脫氧劑、還原劑等用途，甚

至在醫藥生技(治療癲癇、消化與循環系統疾病)與農業應用等領

域均有相關應用。  
 

 以下游應用產業別區分時，前三大應用主要為電池製造、玻璃

製造(超白玻璃、節能玻璃和環保玻璃等特用型產品)與陶瓷生產

(以鋰輝石加入作助  熔劑)上，其中應用在電池製造上占  25%，

主要使用在鋰離子二次電池的正極材料與電解液上最多。  
 

 鋰金屬一年超過  2 萬噸的消費量中，約有  80%是以鋰化學產品

形態消費於各個應用領域，主要為碳酸鋰、氫氧化鋰、硫酸鋰為

大宗：溴化鋰、  氯化鋰、氫氧化鋰廣泛用於空調設備、除濕與

空氣淨化設備等；丁基鋰  作為合成橡膠的聚合催化劑；鋰系潤

滑油應用於精密機械；電池的製造過程則主要利用碳酸鋰

(Li2CO3)作為原料；另外  20%是以鋰金屬形態應用  於陶瓷和玻

璃行業，主要由鋰輝石(LiAlSi2O6)、鋰雲母與透鋰長石中提煉。  

另外視應用領域特性不同，碳酸鋰的純度也有差異，98 至  99%

主要應用  於工業加工，醫療應用等級約在  98.5%，電池製造則

需要  99.5%以上。  
 
 

 

二、影響分析 
 

 
 
 
 
 
 
 

 由於應用於電池領域的碳酸鋰現僅占全球鋰礦需求量約25%，

同時電池應用市場如手機和筆記本電腦等現有最大電池需求狀

況趨於穩定，即便在未來因電動車市場快速成長下引起電池需

求強勁成長，在假設成長至 占全球總體鋰礦需求比例  50%的

狀況下，也應不至於出現供不應求狀況。當然在伴隨玻璃加

工、汽車/航太用合金等市場的應用成長下，主要  
 



  

  

 
 

第四章  觸控面板帶動之透明導電膜商機 
 
 
 

一、事件敘述 
 
 

 觸控面板帶動新世代人機介面的革命，這股熱潮將持續導入在

各式既有的與新興的電子產品中，預期也將帶動相關材料的商

機；而能否建構完整的產業鏈，攸關觸控面板產業未來的發展與

競爭能力的強弱。 

 

 在 iPhone、iPad、任天堂(Nintendo)的DS遊戲機與智慧手機(Smart 

Phone) 的 帶 動 下 ， 觸 控 面 板 的 需 求 持 續 成 長 ， 在 微 軟 的  

Windows 7支援多點觸控功能的帶動下，觸控面板可望導入 

NB、AIO(All in One PC)與  Monitor 中。而不論是  10 吋以下中

小尺寸的產品或者  10~30 吋的大尺寸產品，電阻式觸控面板將

是市場主力。預估中小尺寸的觸控面板將會從  2009 年的  4.28 

億片成長至  2012 年的  8 億片，其中電阻式占  78.6%為主，指  

向電容式(Project Capacity)的觸控面板占 19.6%，其他技術在短期

內較無發展空間。  
 

 電阻式與電容式觸控面板主要使用的材料包括 ITO Glass(氧化銦

錫導電玻璃 )、 ITO Film (透明導電膜 )、銀膠與黃光化學品等

等；，將吸引眾多廠商投入相關材料的研發與生產。  
 
 

 

二、影響分析 
 
 

 電阻式觸控面板因產品設計的不同，而可能選擇使用 ITO Glass 

或  ITO Film，以電阻式  F/G 估計，材料成本中透明導電材料的

比例將高達八成，其中透明導電膜在未來攜帶式的電子產品要求

輕薄、同時顧及玻璃的安全性下，透明導電膜較導電玻璃更具有

發展潛力，同時也更受上下游廠商的關注。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 



  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅴ篇 電子材料產業個論 
 
 

第一章 半導體材料產業 

第二章 構裝材料產業 

第三章 印刷電路板材料產業  

第四章 液晶顯示 器材料產業 

第五章 能源材料產業 



   

  

 
 
 

第一章 半導體材料產業 
 
 
 

第一節 材料概述 
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及研磨墊 
介電常數材料 高純度氣體 

 

 
 
 
 
 
 

IC製造 
 
 

資料來源：工研院 IEK(2010/04) 
 

圖 5-1-1 半導體材料產業範疇 
 
 

 
說明： 

 
1. 矽晶圓 

 
矽晶圓是目前製作積體電路的基底材料 (Substrate)。矽晶圓本

身雖然導電性不好，但是只要適當地加入一些離子，就可以控制

它的導電性，在晶圓表面製造出不同種類的電子元件，如電晶體

和二極體。IC 設計工程師必須依據不同功能利用這些電子元件設

計電路，電路設計完成後，所設計的電路元件圖樣，透過積體電

路製造技術，經過一系列繁複的化學、物理和光學程序製作到矽

晶圓上。  



   

  

 
 

 

第二章 構裝材料產業 
 
 

 

第一節 材料概述 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 
 

圖 5-2-1 IC 構裝材料產業範疇 
 
 

 
說明： 

 

 IC構裝材料是屬於IC封裝產業的上游原材料，其主要的功能在於承

載、散熱及保護裸晶(Die)，並提供電子訊號傳遞的路徑。  
 
 

 IC 構裝材料大致可區分為承載、連結線路、模封保護、導電接著

四大部分，其主要材料包含IC載板、導線架、金線、錫球與模封材

料等五大材料，材料依照封裝產品形態的不同所占的成本比重也不

同，大致約占五至七成左右。若以分項材料所占總材料成本的比重

來看，IC載板約占四成，導線架約占兩成，金線約占兩成，模封材

料約占一成，而錫球則占一成以下。  

 

 

 

 
  



   

  

 

 

第三章 印刷電路板材料產業 
 
 
 

第一節 產品概述 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 
 

圖 5-3-1 印刷電路板材料的種類與功能 
 
 

 
說明： 

 
 印刷電路板(Printed Circuit Board, PCB)製程相當繁瑣，在生產過

程中所須使用的材料主要有四項：銅箔基板、銅箔、膠片及各類

化學品，其中以銅箔基板占原物料成本比重最高。  
 

 以下即就銅箔基板、銅箔、玻纖布、樹脂及PI(Polyimide,聚醯亞胺)

等關鍵材料種類及其特性作一簡扼說明。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

  

 
 

 
 

 
 

       

 
 
 

第四章 液晶顯示器材料產業 
 
 

 

第一節 材料概述 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 5-4-1 液晶顯示器結構與材料 
 
 

 
說明： 

 
 液晶顯示器的結構複雜，使用的零組件與材料眾多，主要的零組件

包含彩色濾光片、偏光板與背光模組，其他的材料尚包括液晶、配

向膜、框膠以及製作薄膜電晶體所使用的靶材、光阻、光罩等微影

製程材料。  
 
 

 彩色濾光片的關鍵材料如彩色光阻、BM 樹脂等，彩色光阻材料

(Color Resist)為彩色濾光片(Color Filer)彩色濾膜之來源，與 LCD 

面板產品之色彩 設計息息相關，加上占有彩色濾光片材料成本將

近五分之一，不僅是各廠提高產品差異化之關鍵因素，更是彩色

濾光片生產成本控制最重要之材料。彩色光阻材料為感光性高分

子組成之材料，運用黃光微影 (Photo-Lithography)之原理，可形成

彩色濾光片之紅(R)、藍(B)、綠(G)三色 膜；黑色矩陣(Black 

Matrix, BM)以增強顏色對比、作為各畫素的間隔，同  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
  

 

 

 
 
 

第五章 能源材料產業 
 
 
 

第一節 產品概述 
 
 

一、鋰二次電池材料概述 
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資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 5-5-1 鋰二次電池基礎結構 
 
 
 

表 5-5-1 鋰二次電池各項材料占電池材料成本結構 
 

材料種類 主要成分 所占比例 

正極材料 鋰/其他元素化合物 44% 
負極材料 碳材 10% 
電 解 液 鋰鹽、電解液 7% 
隔 離 膜 聚烯類微多孔膜 14% 

正/負極集電體 鋁/銅箔 6% 
罐 體 鍍鎳低碳鋼、鋁 (或鋁合金 ) 6% 
其 他 保護 IC、絕緣/密封用料等 13% 

 資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 
 



  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅵ篇 中國大陸電子材料產業 
 

第一章 中國大陸電子材料產業政策 

第二章 中國大陸電子材料產業現況 



  

  

 
 
 

第一章 中國大陸電子材料產業政策 
 

 
 
 

表 6-1-1 中國大陸「十二五」材料發展重點 

  

 
項  次 內  容 

 

 
 

1 

奮力搶占微電子光電子材料與器件、新型功能與智能材料、高性能結構材料、

奈 

米材料和器件、先進超導材料、高效能能源材料、生態環境材料等新材料技

術之 制高點：發展材料設計、製備加工與評價、材料高效利用、材料服役行

為和工程 化關鍵技術之研發。 
 

2 
努力培育半導體照明工程、新型顯示、高性能電池、稀土功能材料、高性能纖

維 

及複合材料、軍民兩用材料等高成長、高帶動之戰略性新興產業。 
 
 

3 
大力推進鋼鐵、有色、石化、輕工、紡織、建材等量大面廣基礎性原料重點產

業 

關鍵共性技術重點突破，推進綠色製造，應對氣候變化，提升產業整體競爭

力， 實現結構調整與產業升級，促進我國材料產業由大變強。 
資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 
 

 

說明： 
 

 中國政府極有可能於近期推出新的政策－「七大戰略性新興產

業」，不僅具應付危機刺激經濟的戰略意義，更要形成一個真正

深刻的變革；於是要求這些新興產業必須真正掌握關鍵核心技

術、具有廣大的市場前景和低資源消耗、是要具有高產業關聯性

與高就業機會，同時能促進產學研的結合、科技與經濟的結合、

創新驅動與產業發展的結合。其政策手段包括推動建立健全新興

產業發展的投融資體系，完善市場的進入標準，銀行信貸配合、

鼓勵中小企業發債，同時開放這些新興產業與全球合作。  
 

 材料為一切製造業的基礎，因此其中新材料的發展對於中國成為世

界的強國最為重要，所以提出加強奈米材料與科技、電子資訊材

料、新型功能材料、高性能結構材料等領域的發展。  
 

 

 中國經濟的發展一向是由政策所引領，2010 年極可能推出『七

大戰略新興產業』刺激經濟發展、進行產業的升級改造；地方又

在中央的批准下 推出『7個新材料產業國家高技術產業基地』吸

引廠商投資設廠，在  

 
 
 
 
 



  

  

 
 
 

第二章 中國大陸電子材料產業現況 
 
 
 

第一節 中國大陸半導體材料產業現況 
 
 

一、中國大陸半導體材料產業結構 
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註：虛線表示中國國內沒有生產、或已有設廠但尚未量產供應、或客戶未採用 
資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

 

圖 6-2-1 中國大陸半導體材料產業結構 
 
 

 
說明： 

 
 中國在半導體材料投入的廠商眾多，在主要材料的部份均有廠商進

行技術與產品開發，目前以矽晶圓、濕製程化學品、光罩、黃光化

學品與高純度氣體發展較佳，已進入中低階產品之供應。  
 

 

 中國在矽晶圓材料目前以5吋與6吋產品為主，8吋與12吋目前僅有

小批生產能力，離量產供應給半導體製造商仍有技術與製程之問

題尚待突破。光罩的供應以中芯半導體為主，所生產之光罩產品

除了供應中芯本  
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第一章  2010 年電子材料產業預測 
一、2010 年全球電子材料市場預測 

二、2010 年我國電子材料產業預測 

 

第二章 產業趨勢與關鍵議題 
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